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1 – LES COMPOSANTS

A. Les composants traversants ou traditionnels ou piqués : 
- les plus anciens
- d’assez grosse taille
- équipés de pattes qui traversent le circuit imprimé

Les composants se présentent sous différentes formes : 

B. Les composants C.M.S : 
- posés sur le circuit  

Leur nom dépend du nombre de terminaisons, de leur 
forme, de leur taille, du type de boîtier…
Chip (1206, 0805, 0402, …), SOT, SO(XX), QFP, PLCC, 
BGA, µBGA, flip chip…
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Préparation des composants : 

• Préformage des broches (Cambrage) 

• Coupe des broches 
 

Insertion manuelle, semi-automatique ou automatique 

(voir chapitre 2 – Le placement des composants). 

Brasage réalisé par machine à souder à la vague ou au 

fer à souder manuel. 

Composants électroniques traversant le circuit.

1 .1 - Les composants traversants 

Broches à sorties axiales, radiales ou multibroches. 

 

 Photos
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Ce qui permet : 
 Miniaturisation (Micro boîtier)  

Connexions plus réduites. 

 

Densité plus grande 

 Augmente la vitesse de fonctionnement 

Facteur de productivité 

Composants soudés à la surface d’une carte, plutôt que 
d’en faire passer les pattes à travers.

Appelés aussi « SMT » pour « Surface Mounted Technology 
» ou « SMD » pour « Surface Mounted Device» 

1.2 - Les composants montés en surface (C.M.S.)

Brasage réalisé par refusion, ou par phase vapeur ou 

au fer à souder manuel (ou vague si carte mixte). 



7

Composants montés en surface (CMS)
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Composants montés en surface (CMS)
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Composants montés en surface (CMS)
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Taille d’un chip : résistance & capacité

=> exemple : chip 0805

Indiqué par code en 1/100 de pouce     1 pouce = 25,4 mm
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PBGA

Plastic

Ball

Grid

Array
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1.3 - Les puces nues reportées sur circuit imprimé

Introduction : montage d’une puce dans un boîtier
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Report directe de la puce sur la carte :
C.O.B. (Chip On Board)

=> 3 types de connexion :

1 / Grille métallique (TAB : 
Tape Automated Bonding)

2 / Filaire (Bonding)

3 / Puce retournée (Flip Chip)

 Procédé TAB
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Comparaison entre les différents procédés
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Protection des puces sur la carte 

Deux
techniques

d’encapsulation :
- Glob Top
- Dam and fill

 Différents packaging électronique
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1.4 – Les conditionnements

Les composants peuvent être approvisionnés
sous différents packaging : 

- en bande sur bobine

- en barrette :
 stick de largeur normalisée : 8, 12, 16, 32 mm

- en plateau

- en vrac (solution à éviter) 
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Conditionnements
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Conditionnements

(voir chapitre 4)
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=> Insertion des composants traversants

A l’aide de documents  d’implantation,
de différentes couleurs (exemple dossier)

Bac de composants présenté à l’opérateur,
par un plateau motorisé. Point lumineux sur
l’endroit de la carte où implanter (photos 
équipement semi automatique)

Machine adaptée au type de composant, 
exemple : Circuit intégré Dual In Line

pose automatique

pose manuelle

pose semi-automatique

2.1  - Le placement des composants traversants    

Insertion automatique des
composants traversants

2 – LE PLACEMENT
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Exemples de contraintes liées aux composants traversants

 Le clinchage sous carte  Voir  critères

 La longueur de coupe sous carte

IPC A610 (p 179)
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Les machines sont de deux types :
- Pick and Place (flexibilité; vitesse de pose : 2 000 à 20 000 
composants posés à l’heure)
ou

- Chip Shooter (quantité : de 20 000 à > 100 000 composants /h)

Options : - Reconnaissance de forme

- Test électrique (lors de la préhension) …

Utilisation d’un magasin par référence :
- Bandes pour les passifs
- Réglettes pour les circuits intégrés à peu de broches 
- Plateaux pour PQFP, PLCC …

Machine multicomposants programmée à partir des fichiers issus de 
la CAO.

=> Pose des composants CMS

2.2 - Le placement des composants CMS
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 Centrage optique de la carte (à l’aide de mires),

 Arrivée de la carte dans la machine,

 Prise du composant dans le conditionnement
par un outil,

 Reconnaissance optique pour optimiser le placement,

 Placement du composant.

La pose des CMS
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  Naissance et effets d’une      

    décharge d’électricité statique 

 

  Matériaux générateurs 

 

  Influence de l’humidité 

 

  Consignes de protection 

 

  Norme EN 61340-5 

 Règles protections antistatiques

3.1 - LES DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES (ESD)

3 – LES SENSIBILITES A L’ENVIRONNEMENT :

 Protection ESD
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  Niveau de sensibilité à l’humidité 

 

  Protections par sac (dry pack) 

 

  Etuvage 

 

  Normes J-STD-033A et 020B 

    

3.2 - LES COMPOSANTS SENSIBLES

A L’HUMIDITE (MSD)

 Règles composants « dry pack »


